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(57) Abstract 

A method for producing a card including at least one electronic component (14), particularly a card having no external contacts and 
further including a coil (16). According to the method, a structure (10) made of meltable materia] for positioning the electronic component 
(14) and the coil (16) is arranged on a work surface (2). By supplying energy, the structure (10) is at least partially melted and pressure is 
exerted on said melted structure to form a mass in which the electronic component (14) and the coil (16) are embedded. 



(ST) Abreg* 



La presente invent: on coacerne un procWe* de fabrication d'une carte comprcnant au moins un element 61ectronique (14), notammcnt 
una carte sans contact exterieur at comprcnant egalement one bobinc (16). Scion le proceVJe de 1' invention, il est prfvu d'apportcr sur une 
surface de travail (2) une structure (10) servant au posidonnemeot de l'elernent eJectroniqae (14) et de la bobine (16). Cette structure (10) 
est formec par un materiau fusible, far un apport d'ecergie, la structure (10) est au moins paruellement fondue et une pression est appliquee 
sur cette structure en fusion pour former une masse dans laqueUe 1' dement electronique (14) et la bobine (16) sont noyes. " * 
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ppOTTOF HE FABRICATION D'UNF PARTE POMPRENANT 
AU MOINS UN ETiEMENT ELECTRONIOUE 

La pr£sente invention concerne un proc6d6 de 
fabrication d'une carte comprenant au moins un 616ment 
61ectronique. 

La carte obtenue par le proc6d6 selon 1' invention 
5 peut par exemple 6tre utilis6e comme carte bancaire, comme 
carte d'acc&s k un espace clos, ou encore en association 
avec un distributeur de marchandises . Une telle carte peut 
aussi etre utilis^e comme raoyen d' identification ou de 
contrdle. 

10 On comprend par carte tout objet ayant une structure 

sensiblement plane dSfinissant un plan g6n6ral et 
pr6sentant un contour quelconque dans ce plan g£n6ral. 

II est connu de l'homme du metier une carte, 
comprenant des 616ments 61ectroniques, formge d'une coque 

15 dans laquelle sont pr^vus des logements, destines k 
recevoi'r ces 616ments ilectronigues, et d'une couche 
ext§rieure protectrice qui ferme les logements. 

II est aussi connu une carte ayant une structure 
sym£trique et formie de deux coques sensiblement 

20 semblables, chacune de ces deux coques ayant une surface 
structure servant k former des logements, destines k 
recevoir des Pigments 61ectroniques, lorsque les deux 
coques sont assemblies. 

Le proc6d6 de fabrication de cette derni^re carte est 

25 g6n£ralement le suivant : 

- preincrement, chaque coque est fabriqu6e k l'aide 
d'une technique d' injection, par exemple par un moulage k 
chaud. 

- deuxi&mement , les- £l£ments 61ectroniques sont 
30 places dans 1' une des deux coques et 1' autre coque est 

ensuite pos6e sur la premiere, le tout £tant assemble par 
une technique d* assemblage k chaud. 
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Le proc^de de fabrication de la carte d6crit ci-avant 
presente . plusieurs inconvenients . 

En particulier, apres 1 'assemblage a chaud des deux 
coques, les elements £lectroniques ne remplissent que 
5 partiellement les logements. Ceci a pour consequence que 
la carte presente, dans les endroits ou sont situ£s les 
logements, des zones fragiles, specialement lorsque les 
616ments eiectroniques incorpores dans la carte ont des 
dimensions relativement grandes. C'est ainsi que lorsqu'il 

10 est prevu un bobinage d'un diametre de l'ordre de grandeur 
de la carte, un tel proc£de de fabrication engendre sur 
les faces exterieures de la carte des zones d6form6es 
{bomb£es ou creuses), ce qui est naturellement n£faste 
pour la plan6it£ de la carte et pour des impressions 

15 pouvant §tre prevues sur les surfaces exterieures de cette 
carte. 

On connait encore du document EP-0 350 179 un proc£d6 
de fabrication d'une carte consistant a placer dans un 
moule deux couches' exterieures et un ensemble 

20 61ectronique, puis a injecter un materiau de remplissage 
sous forme liquide dans ce moule. Une fois durci, ce 
materiau de remplissage forme une couche interme"diaire 
entre les deux couches exterieures. 

Pour augmenter la rapidity de production, il est 

25 pr£vu deux chaines comprenant chacune plusieurs demi- 
moules relics les uns aux autres. Ces deux chaines sont 
susceptibles d' avoir un mouvement vertical et de former 
avec deux demi-moules correspondants , appartenant 
respect ivement aux deux chaines, un moule present ant une 

30 ouverture au moins sur la partie supdrieure du moule pour 
permettre son remplissage. Au-dessus de l'endroit oil les 
deux demi-moules correspondants sont assembles pour former 
un moule est pr£vue une buse permettant d* injecter le 
materiau de remplissage sous forme liquide dans le moule 

35 nouvellement forme\ 
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Le proc6d6 de fabrication d'une carte d6crit ci-avant 
est coroplexe. De plus, pour de grands debits de 
production, ce proc£d6 de fabrication n^cessite un 
materiel important, ce qui le rend on6reux. 
5 On notera encore Que l'apport de 1* ensemble 

£lectronique et son positionnement lors de 1' injection du 
mat£riau de remplissage ne sont nullement d6crits dans le 
document consid£r6 ici et ne sont pas Evident s. II en est 
de mime pour l'apport des couches ext£rieures dans les 

10 demi-moules. 

La carte obtenue par le proc6d6 de fabrication d^crit 
ci-avant et telle que d6crite dans le document EP-0 350 
179 est form^e essentiellement de trois couches, h savoir 
d'une couche interm£diaire et deux couches extgrieures. A 

15 l'int^rieur de la couche interm^diaire est pr£vu un 
ensemble 61ectronique form£ d' elements 61ectroniques, 
d'une bobine dispos^e sur un propre support et d'un 
support d • interconnexion , ce support d • interconnexion 
servant h relier 61ectriquement et rigidement les elements 

20 £lectroniques et la bobine. 

Un inconvenient de cette carte provient du fait que 
le support d' interconnexion et le support propre k la 
bobine augmentent l'£paisseur de la carte. Ainsi, il est 
difficile d'obtenir une carte mince ayant une 6paisseur de 

25 0.76 mm prescrite par la norme ISO couramment utilis^e 
pour les cartes bancaires. 

On remarquera en outre que le proc£d£ de fabrication 
propose pour cette carte n* assure pas que le support 
d 1 interconnexion et la couche ext^rieure voisine soient 

30 s£par£s par une couche du mat£riau de remplissage, ce qui 
est n^faste pour la bonne adherence de cette couche 
ext^rieure h la couche interm£diaire. De plus, ce proc6d6 
de fabrication ne garantit pas un bon positionnement de 
!• ensemble eiectronique au sein de la couche 

35 interm^diaire. 
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La prtsente invention a pour but de pallier les 
inconvtnients dtcrits ci-avant en proposant un proc£d6 de 
fabrication d'une carte permettant de produire des cartes 
en grande quantity pour un cofit bon marcht et d'obtenir 
5 des cartes pleines sans contact ext£rieur. 

La pr£sente invention concerne done un proc6d6 dont 
un premier mode de mise en oeuvre est caract£ris£ en ce 
qu'il comporte un premier groupe d* Stapes comportant les 
Stapes suivantes : 
10 B) apport, sur une surface de travail, d*au moins un 

£16ment 61ectronique ; 

C) apport, sur ladite surface de travail, d'une 
structure poreuse ou comprenant un relief dont les creux 
sont communicants, cette structure 6tant constitute d'un 
15 mat£riau fusible et d6finissant une zone de 
positionnement, et placement de cette structure de mani&re 
que ledit fitment tlectronique est situ6 k l*int6rieur de 
ladite zone de positionnement; 

ce premier groupe d'6'tapes 6tant suivi d'un deuxidme 
20 groupe d 1 Stapes comportant les Stapes suivantes : 

F) apport d'tnergie servant k fondre au moins 
partiellement ladite structure ; 

G) application d'une pression sur ladite structure 
en direction de ladite surface de travail de telle manifere 

25 que ledit mattriau fusible de ladite structure forme une 

masse dans laquelle est noy£ ledit 616ment tlectronique; 

ce deuxifeme groupe d' Stapes 6tant suivi par une 6tape de 

solidification de ladite masse. 

On notera que par structure poreuse, on comprend une 
30 structure k pores ouverts, c*est-&-dire communiquant entre 

eux. 

II rtsulte des caracttristiques mentionn6es ci-avant 
un proc£d6 comportant des Stapes simples et permettant de 
fabriquer un grand nombre de cartes simultan&nent pour un 
35 faible prix. De plus, le premier mode de mise en oeuvre du 
proc£d£ selon 1' invention garantit un positionnement 
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d6termin6 de 1* Element dlectronique It I'int^rieur de la 
carte fabriqu^e et permet une Evacuation de l'air rEsiduel 
lors de ladite 6tape G. 

Gr&ce k ces avantages, il est possible d'apporter, 
5 sur la surface de travail, une structure dont les 
dimensions en projection sur cette surface de travail 
correspondent h uri ensemble de plusieurs cartes. Dans ce 
cas-ci, il est pr6vu un nombre de zones de positionnement 
correspondent au nombre de cartes fabriqu^es simultan6ment 

10 et au moins un £l£ment £lectronique est apport£ dans 
chacune de ces zones de positionnement. Les Stapes F et G 
s'effectuent alors simultan6ment pour l'ensemble des 
cartes fabrigu^es et apr&s solidification, une 6tape de 
ddcoupe de chaque carte est pr6vue. Cette 6tape de dEcoupe 

15 est effectuEe de mani&re que le contour de dEcoupe de 
chaque carte n'intercepte jamais la zone de positionnement 
de cette carte. 

Les avantages dEcrits ci-avant dEcoulent 6galexnent 
d'un autre mode de mise en oeuvre du proc6d6 de 

20 fabrication d'une carte selon 1' invention. Selon ce mode 
de mise en oeuvre, le proc£d£ selon l 1 invention est 
caract6ris6 en ce gu'il comporte un premier groupe 
d'6tapes comportant les 6tapes suivantes : 

B) apport, sur une surface de travail, d'au moins un 
25 Element £lectronique; 

C) apport, sur ladite surface de travail, d'une 
structure, compressible et form6e d'un mat6riau fusible, 
de marii&re que ledit Element €lectronique est superpose h 
cette structure et est situ6 & proximity de cette 

30 derni&re; 

ce premier groupe d'6tapes §tant suivi par un deuxifcme 
groupe d'§tapes comportant les Stapes suivantes : 

E) application d'une pressiort sur ledit Element 
Electronique de mani&re que ce dernier p^nfetre au moins 
35 partiellement dans ladite structure; 
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F) apport d'6nergie servant h fondre au moins 
partiellement ladite structure; 

G) application d'une pression sur ladite structure 
en direction de ladite surface de travail de telle manifcre 

5 que ledit mat£riau fusible de cette structure forme une 
masse dans laquelle est noy€ ledit £l£ment gleet roni que ; 
ce deuxi&me groupe d # Stapes 6tant suivi par une 6tape de 
solidification de ladite masse. 

Par structure compressible, on comprend une structure 

10 pr£sentant une resistance k la compression suf f isamment 
faible pour ne pas endommager 1' £l£ment 61ectronique, ou 
d'autres elements pr6vus dans la carte, lors des Stapes £ 
et G mentionn£es ci-avant. 

Selon une variante de l'un ou 1' autre des deux modes 

15 de mise en oeuvre d£crits ci-avant, il est pr6vu 
d'apporter en outre sur la surface de travail au moins une 
couche ext^rieure. Dans le cas ou deux couches ext£rieures 
sont prdvues, ces derniferes sont plac£es de part et 
d' autre de la structure. Les Stapes F et G servent 

20 egalement ci faire adherer ces deux couches ext^rieures h 
la masse form£e par la structure fondue une fois cette 
masse solidifi£e. 

On notera que lorsqu 1 aucune couche ext£rieure n'est 
pr£vue, la surface de travail est non-adh£rente au 

25 mat£riau fusible fondu de la structure. 

Selon une caract£ristique particulifere du premier 
mode de mise en oeuvre du proc£d£ selon 1* invention d£crit 
ci-avant, la zone de posit ionnement est d£finie par une 
ouverture principale pr£vue dans la structure. Cette 

30 ouverture principale est de preference traversante, ce qui 
permet d'obtenir cette ouverture principale par un simple 
d£coupage de la structure. 

Selon une variante pr£f£ree du premier mode de mise 
en oeuvre, le proc£d£ est caract£ris£ en ce que ladite 

35 structure,, une fois apport^e, pr£sente, dans un plan 
sensiblement parallfcle k ladite surface de travail, un 
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relief dont les points extremes d£finissent sensiblement 
un plan parallfele & ladite surface de travail . En 
particulier, le relief est compost par un ensemble de 
pyxamides . 

5 II r6sulte de cette caract&ristique particulifcre au 

moins trois avantages. Premifcrement, lors de la fusion et 
du remplissage de la zone de positionnement dans laguelle 
est situ6 l'61£ment 6lectronigue, la structure assure que 
l'air situ6 initialement dans cette zone de positionnement 

10 peut ais&nent §tre 6vacu6 lat&ralement . 

Deuxifemement, dans le cas oix une couche ext^rieure 
est apport£e sur la structure avant les Stapes F et G, la 
structure d6finit un plan de maintien de cette couche 
ext£rieure sensiblement parallfcle au plan d6fini par la 

15 surface de travail. 

On remarquera que si l'apport d*£nergie et 
1" application de la pression lors des Stapes F et G du 
proc6d6 sont homogfenes, la couche ext^rieure plac£e sur la 
structure descend en direction de la surface de travail en 

20 restant sensiblement parallfcle h celle-ci. Ainsi, la 
structure £vite que la couche ext6rieure sup6rieure et f le 
cas 6ch6ant, la couche ext£rieure inf£rieure se r£tractent 
ou ondulent. De plus, elle 6vite que la couche ext£rieure 
sup£rieure forme une cloche englobant l'616ment 

25 61ectronique, ce qui serait n^faste pour la plan6it£ de la 
carte obtenue et pour sa fiabilit£. 

Troisifemement , la structure garantit le 
positionnement de l'^l&nent 61ectronique tout au long du 
proc6d6 de fabrication et done une position d£termin£e de 

30 cet 616ment 61ectronique et de tout autre 61£ment pr6vu 
dans la carte obtenue par le proc£d£ selon 1' invention, 
bien que la structure soit finalement transform^ en une 
masse pleine dans laquelle sont noy£s les divers £16ments 
pr£vus . 
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Les m§mes avantages sont obtenus par une structure 
alv6olee ou forroee par un mat^riau expanse comme une 
mousse. 

Finalement, le proc6d£ de 1' invention, selon un 
5 troisi&me mode de raise en oeuvre, est caract6rise en ce 
qu'il comport e un premier groupe d'etapes comportant les 
Stapes suivantes : 

B) apport, sur une surface de travail, d'au moins un 
Element 61ectronique; 
10 C) apport, sur ladite surface de travail, de deux 

couches, fornixes chacune d'un mateViau compressible et 
thermo-durcissable, de manifere que ledit 616ment 
£lectronique est situe entre ces deux couches; . 
ce premier groupe d'etapes etant suivi par un deuxierae 
15 groupe d'etapes comportant les Stapes suivantes : 

E) application d'une pression sur les deux couches 
de maniere que ledit element 61ectronique penetre dans ces 
deux couches ; 

H) apport d'6nergie servant k durcir ledit matexiau 
20 compressible et thermo-durcissable des deux couches de 
maniere que cette derniere forme une masse solide 
contenant ledit Element £lectronique. 

D'autres caract6ristiques et avantages de la present e 
invention seront £galement decrits h l'aide de la 
25 description suivante, faite en reference aux dessins 
annexes donnas k titre d'exeraples non-limitatif s et dans 
lesquels : 

- les figures 1 et 2 representent sch^matiquement 
une premiere et une deuxieme variante d'un premier mode de 

30 mise en oeuvre du proc^de selon 1' invention; 

- les figures 3 et 4 representent schematiquement 
» une premiere et une deuxieme variante d'un deuxi&me mode 

de mise en oeuvre du proc£de selon invention; 

- les figures 5, 6 et 7 representent respect ivement 
35 en coupe des premiere, deuxieme et troisieme cartes 
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obtenues par le proctde de fabrication d'une carte selon 
1' invent Ion; 

- la figure 8 reprtsente schematiquement un 
troisieme mode de mise en oeuvre du proc6d6 de fabrication 
5 d , une carte selon 1' invention. 

On notera que, dans les divers modes de mise en 
oeuvre du proce*de de fabrication d'une carte selon 
1' invention represented aux figures 1, 2, 3, 4 et 8, les 
divers Elements intervenant sont repr£sentes 
10 schematiquement en coupe. Dans chacune de ces figures, le 
plan de coupe choisi correspond a un plan perpendiculaire 
au plan general de la carte obtenue par le proc6d6 selon 
1' invention. 

En se r6f£rant aux figures 1, 5, 6 et 7, on d£crira 

15 ci-apres un premier mode de mise en oeuvre du proceed de 
fabrication d'une carte selon l 1 invention, ainsi que 
difftrentes variantes de cartes obtenues par ce premier 
mode de mise en oeuvre du proc£de selon 1* invention. 

Sur la figure 1 est represent^ schematiquement un 

20 premier mode de mise en oeuvre du proc£d6 de fabrication 
d'une carte selon I 1 invention. Selon ce premier mode de 
mise en oeuvre, il est prevu d'apporter, sur une surface 
de travail 2 d£finissant un plan 4, un support 6. Ce 
support 6 est form£ d'une base 8 definissant une premiere 

25 couche exterieure et d'une structure 10, constitute d'un 
mat£riau fusible et definissant une zone de positionnement 
12. Un element eiectronique 14 et une bobine 16, reliee 
directement a cet Element £lectronique 14, sont ensuite 
apportts et places dans la zone de positionnement 12 . 

30 Ensuite, une couche exterieure 18 est apportte et placed 
sur la structure 10. 

La structure 10 est formed par un ensemble de 
pyramides 20 dont les sommets 22 dtfinissent sensiblement 
un plan 24 parallele au plan 4. Cet ensemble de pyramides 

35 . 20 forme un relief dont les creux sont communicants. La 
zone de positionnement 12 est comprise entre le plan 26 
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ctefini par la surface sup£rieure 28 de la base 8 et le 
plan 24. 

La zone de positionnement 12 dans laquelle sont 
places l'£16ment eiectronique 14 et la bobine 16 est 
5 agenc£e de maniexe que cet 416ment 61ectronique 14 et 
cette bobine 16 sont enf errors dans la zone de 
positionnement 12 une fois que la couche ext6rieure 18 a 
6t6 apport6e sur la structure 10. De ce fait, l'616ment 
61ectronique 14 et la bobine 16 sont positionn^s & 

10 l'int^rieur de la structure 10. On notera ici que la base 
8 et la structure 10 forment un support 6 en une seule 
pi£ce. Cependant, il est possible de pr6voir que le 
mat^riau fusible constituant la structure 10 soit 
different du mat£riau constituant la base 8. 

15 Suite k l'apport de la couche extexieure 18, il est 

pr£vu l'apport d'une presse (schematised par deux filches) 
servant h maintenir la couche ext^rieure 18 en appui 
contre les sommets 22 des pyramides 20 formant la 
structure 10. 

20 Ensuite, il est prevu un apport d'6nergie servant h 

fondre au moins partiellement la structure 10. 
Para 11 element, une pression est appliqu^e sur la couche 
extexieure 18 et par consequent sur la structure 10. 
Ainsi, lorsque les pyramides 20 fondent progressivement 

25 .sous l'apport d*6nergie, la couche extexieure 18 descend 
progressivement en direction de la base 8, On notera ici 
que la descente de la couche ext£rieure 18 en direction de 
la base 8 s'effectue, gr&ce h la structure 10 pr£vue, de 
telle maniere que la couche ext£rieure 18 reste 

30 constamment, au cours de cette descente, sensiblement 
parallele au plan 26 d£fini par la base 8. 

De ce fait, l'6talement du mat^riau fusible fondu 
dans le* plan 26 peut s'effectuer de maniere homogfene. De 
plus, l'air situ£ dans la region interm^diaire entre la 

35 couche ext^rieure 18 et la base 8 peut s'6vacuer 
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lat^ralement tout au long de la descente de la couche 18 
en direction de la base 8. 

On remarquera aussi que 1 'application d'une pression 
sur la couche ext^rieure 18 permet, conjointement avec la 
5 structure 10 pr^vue, d'empgcher que la couche ext£rieure 
18 se r£tracte ou ondule sous l'effet de la chaleur, ce 
qui est trks avantageux pour l'obtention d'une carte plane 
ne pr£sentant aucune irregularity de surface, ni cintrage. 
Ainsi, la structure 10 assure au moins trois 
10 fonctions essentielles dans ce premier mode de mise en 
oeuvre du proc6d6 selon 1 4 invention. La premiere fonction 
est le maintien de la couche ext6rieure 18 dans un plan 
sensiblement parallfele au plan 26 d6fini par la base 8 
tout au long de l'£tape d'apport d'6nergie servant k 
15 fondre au moins partiellement la structure 10. 

La deuxifcme fonction de la structure 10 consiste k 
permettre 1* Evacuation latErale de l'air se trouvant dans 
la region interm^diaire entre la base 10 et la couche 
ext^rieure 18 tout au long de l'^tape durant laguelle la 
20 couche ext&rieure 18 est descendue en direction de la base 
8 sous l'effet de 1 ' application d'une pression. 

La troisifcme fonction de la structure 10 consiste k 
assurer le posit ionnement de 1' Element £lectronigue 14 et 
de la bobine 16 tout au long du proc£d6 de fabrication 
25 d'une carte selon 1* invention. 

Dks que le mat^riau fusible de la structure 10, au 
moins partiellement fondu, remplit tout l'espace laiss6 
libre par !• Element 61ectronique 14 et la bobine 16 entre 
la base 8 et la couche ext6rieure 18, cet Element 
30 61ectronique 14 et cette bobine 16 sont enti&rement noyEs 
dans le matEriau fusible de la structure 10 fondue, 
laquelle forme alors une masse compacte contenant 
l'dl6ment Electronique 14* et la bobine 16. Ainsi, la 
structure 10 initialement form6e de pyramides 20 forme, 
35 aprfes les Stapes d'apport d'£nergie et d' application d'une 
pression sur la couche ext^rieure 18, une masse 
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definissant une couche intermediaire entre la base 8 et la 
couche exttrieure 18. 

Finalement, une etape de solidification de cette 
masse est pr^vue et la presse servant k 1 ' application 
5 d'une pression est retiree. 

Le mat£riau fusible constituant la structure 10 peut 
etre, par exemple, une r6sine ou un mattriau plastique, 
ces exemples etant nullement limitatifs. 

Pour ce qui concerne les materiaux constituant la 

10 base 8 et la couche exterieure 18, il est possible de 
consid^rer au moins trois cas differents en relation avec 
le mat6riau fusible constituant la structure 10 
initialement apportee. 

Dans un premier cas, le mattriau constituant la base 

15 8 et le materiau constituant la couche exterieure 18 sont 
sensiblement identiques au materiau fusible de la 
structure 10. Dans ce cas, la carte obtenue par ce premier 
mode de mise en oeuvre du proc6d6 selon 1' invention est 
representee schematiguement h la figure 5. Sur cette 

20 figure 5, la carte 30 est constitute par une masse 
homogfcne 32 constitute par une rtsine solidifite ou un 
materiau plastique, cette masse 32 englobant 1' element 
eiectronique 14 et la bobine 16. 

Dans un deuxifeme cas, le materiau constituant la base 

25 8 est sensiblement identique au materiau fusible 
constituant la structure 10, alors que la couche 
exterieure 18 est constitute par un autre materiau ayant 
une temperature de fusion suptrieure h celle du materiau 
fusible de la structure 10. Dans ce cas, la carte obtenue 

30 par le premier mode de mise en oeuvre du proctdt selon 
1* invention est representee schtmatiquement £ la figure 7. 

Sur cette figure 7 est representee une carte 3 6 
formee par une premiere couche 38 et tine couche exttrieure 
18. L ' element eiectronigue 14 et la bobine 16 sont noyees 

35 . dans la couche 3 8, laquelle est formee par le materiau 
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constituant le support 6 initialement apport6 sur la 
surface de travail 2. 

Dans ce cas, il est pr£vu que le mat6riau constituant 
la couche ext6rieure 18 et le mat£riau fusible constituant 
5 la couche 3 8 pr6sentent la caract^ristigue de se lier 
solidement ensemble lors de l'6tape de solidification du 
proc£d6 selon 1' invention. La carte 36 forme ainsi un tout 
compact englobant l*61draent 61ectronique 14 et la bobine 
16 dans une zone interne correspondant sensiblement k la 
10 zone de positionnement d£finie par la structure 10. 

Ce dernier fait peut §tre particuliferement avantageux 
pour certaines applications de la carte obtenue par le 
proc6d6 selon 1* invention dans lesguelles la localisation 
de la bobine au sein de la carte est n^cessaire. Ensuite, 
15 si une £tape de d^coupe finale du contour de la carte est 
pr£vue, il est possible d'effectuer cette d^coupe de telle 
mani&re que le contour pr6vu n'intercepte jamais la zone 
correspondant & la zone de positionnement initiale de 
l'616ment 61ectronique 14 et de la bobine 16. Ainsi, cette 
20 £tape de d^coupe ne prSsente aucun risque d • endommagement 
de l'616ment £lectronique 14 ou de la bobine 16. Ceci 
garantit que cette €tape de d6coupe n'engendre pas de 
d£chets de production. De plus, la bobine 16 et 1' element 
61ectronique 14 sont entiferement englob£s dans la carte 36 
25 selon 1' invention. 

Dans un troisifeme cas, le mat^riau fusible 
constituant la structure 10 est different du mat^riau 
constituant la base 8 et du mat^riau constituant la couche 
ext^rieure 18, ce dernier mat^riau ayant une temperature 
30 de fusion supSrieure h celle du mat^riau fusible de la 
structure 10. Dans ce cas-ci, la carte obtenue par le 
premier mode de mise en oeuvre du proc6d£ selon 
1 4 invention est repr6sent6e*sch6matiquement k la figure 6. 
Sur cette figure 6, la carte 40 comprend une premiere 
35 couche ext6rieure 44 et une deuxifeme couche ext^rieure 18. 
La carte 40 comprend, entre les premifere et deuxifeme 
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couches exttrieures 44 et 18, une couche intermtdiaire 42 
formant une masse r constitute du mattriau fusible de la 
structure 10, dans laquelle sont noyts l'tltment 
tlectronique 14 et la bobine 16. 
5 A nouveau, le mattriau fusible formant la masse 42 de 

la couche intermtdiaire et le mattriau formant la base 8 
et la couche exttrieure 18 sont stlectionnts de telle 
manifcre que cette base 8 et cette couche exttrieure 18 
adherent solidement k la masse 42 apr^s solidification de 

10 cette dernifere lors du proctdt de fabrication de cette 
carte selon 1* invention. En particulier, le mattriau 
constituant la masse 42 de la couche intermtdiaire est une 
rtsine solidifite ou un mattriau plastique, ces exemples 
ttant nullement limitatifs. 

15 En se rtftrant k la figure 2, on dtcrira ci-aprfcs une 

variante du premier mode de mise en oeuvre du proctdt de 
fabrication d'une carte selon 1' invention. 

Selon cette variante, il est prtvu d'apporter sur une 
surface de travail 2 dtfinissant un plan 4 une premiere 

20 couche exttrieure 44- Ensuite, une structure 46 est 
apportte et placde sur la couche exttrieure 44. La 
structure 4 6 prtsente une ouverture principale 48 
d£f inissant une zone de positionnement 13 . 

Au moins un tltment tlectronique 50 est ensuite 

25 apportt sur la surface de travail 2 et plact k I'inttrieur 
de la zone de positionnement 13. On notera ici que la 
structure 46 peut aussi Stre apportte posttrieurement k 
l'apport de l'tl&nent tlectronique 50. Ensuite, une couche 
exttrieure 18 est apportte et disposte sur la structure 46 

30 de telle manifcre que 1 'ouverture principale 48 est 
tgalement recouverte par cette couche exttrieure 18. 

La structure 46 est une structure poreuse constitute 
par un mattriau fusible. A titre d'exemple, cette 
structure 46 est f ormte par un mattriau- expanse comme une 

35 mousse ou par une structure alvtolte. La structure 46 
dtfinit un plan suptrieur 24 sensiblement paralltle au 
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plan 26 d^fini par la face sup^rieure 52 de la couche 
ext£rieure 44. 

De manifcre similaire k la premiere variante d6crite 
ci-avant, une presse est apport^e sur la couche ext6rieure 
5 18 de telle manifere que cette couche ext^rieure 18 est 
maintenue en appui contre la structure 46 dans le plan 24 
d^fini par cette derni&re. 

Une fois les divers 61£ments susmentionn£s apport^s, 
un apport d'6nergie est pr6vu pour fondre au moins 

10 partiellement la structure 46. Parallfelement, une pression 
est appliqu^e k l'aide de la presse sur la couche 
ext^rieure 18 et en consequence sur la structure 46. De ce 
fait, le mat^riau fusible constituant la structure 46 en 
fusion se r£pand dans l'ouverture principale 48 de mani&re 

15 k enrober l'616ment 61ectronique 50. 

Afin de preserver les avantages mentionn^s de la 
structure 10 represent 6s & la figure 1, il est pr6vu que 
la structure 46 d6finisse, entre son plan sup^rieur 24 et 
le plan 26 de la couche ext^rieure 44 sur laquelle elle 

20 est pos6e, un volume sup^rieur au volume de mat6riau 
fusible la constituant. Cette caract^ristique est acquise 
par les exemples cit6s ci-avant, k savoir par un mat£riau 
expanse et une structure alv6ol£e. De ce fait, lors de la 
fusion de la structure 46, le mat^riau fusible constituant 

25 cette dernifcre peut se r6pandre dans la zone de 
posit ionnement 13 sans engendrer de surpression, l'air 
remplissant initialement cette zone de posit ionnement 13 
pouvant s'€vacuer lat£ralement k travers la structure 46. 
La structure 46 est fondue de telle manifere qu'elle 

30 forme finalement une masse 42 d6finissant une couche 
interm^diaire de la carte obtenue, comme cela est 
repr^sent^ k la figure 6. 

A nouveau, les mat£riaux choisis pour les couches 
ext^rieures 18 et 44 sont compatibles avec le mat£riau 

35 fusible constituant la structure 46 de telle mani&re que 
ces mat6riaux se lient solidement les uns aux autres apr&s 
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l'£tape de solidification de la masse 42 resultant de la 
fusion de la structure 46. 

Selon deux cas diff£rents de cette variante du mode 
de mise en oeuvre du proc6d£ selon 1' invention, les 
5 mat£riaux fusibles constituant les couches ext£rieures 18 
et 44 peuvent §tre diff6rents ou identiques aux mat6riaux 
fusibles constituant la structure 46. 

On remarguera encore que la structure 46 telle que 
representee sur la figure 2 forme une pifcce s£par6e 
10 initialement de la couche ext£rieure 44. Cependant, il est 
aussi possible de pr^voir un assemblage pr£alable de la 
couche ext£rieure 44 avec la structure 46. 

En se r£f6rant k la figure 3 et aux figures 5 k 7 
d£j& d£crites, on d£crira ci-aprfes un deuxifeme mode de 
15 mise en oeuvre du proc6d£ de fabrication d'une carte selon 
1* invention. 

Selon ce deuxidme mode de mise en oeuvre, il est 
pr£vu d'apporter, sur la surface de travail 2, une 
structure 56. Dans une' premiere variante, il est pr£vu 

20 d'apporter 6galement une couche ext£rieure 44 assemble 
pr£alablement avec la structure 56. Dans une deuxifeme 
variante, la couche ext£rieure 44 est omise, 

Contrairement au premier mode de mise en oeuvre 
d6crit ci-avant, la structure 56 ne pr£sente pas de zone 

25 de positionnement initiale pour 1' element eiectronique 14 
et la bobine 16. Ces derniers sont apport£s sur la 
structure 56 et disposes sur sa face sup6rieure 58. Une 
couche ext6rieure 18 est ensuite apport£e sur 1* element 
61ectronique 14 et la bobine 16 de manifere que cette 

30 couche ext£rieure 18 est superpos£e k la structure 56. 

Ensuite, une presse (sch£matis§e par deux fl&ches) 
est apport£e sur la couche ext6rieure 18 de mani&re k 
maintenir cette dernifere en appui contre la bobine 16 et 
1' element £lectronique 14. 

35 La structure 56 est une structure poreuse form£e par 

exemple par un mat£riau expanse ou par une structure 
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alv£ol6e. En particulier, la structure 56 est form£e par 
une mousse compressible. 

Dans un premier cas, il est pr£vu, suite aux £ tapes 
susmentionnges, d'apporter preincrement de l'£nergie sous 
5 forme de chaleur servant a ramollir la structure 56, puis 
d'exercer une pression sur 1' element eiectronique 14 et la 
bobine 16 de telle mani&re que ces demiers pen&trent dans 
la structure 56 en formant, dans une zone interne de cette 
dernifcre, leur propre logement. Ensuite, l 1 apport 

10 d'6nergie sous forme de chaleur sert a fondre au moins 
partiellement la structure 56 et une pression est 
appliquee sur cette derni^re de manifcre a former une masse 
compacte dans laquelle sont noy^s 1' element eiectronique 
14 et la bobine 16. 

15 Dans un deuxi&ne cas, la structure 56 present e la 

caracteristique d'etre suffisamment compressible a 
temperature ambiante pour permettre la penetration de 
1' element eiectronigue 14 et de la bobine 16 dans cette 
structure 56, sous l'effet de l'application d'une pression 

20 sur la couche exterieure 18 et par consequent sur 
1' element eiectronique 14 et la bobine 16, sans endommager 
ces derniers. Une fois l 1 element eiectronigue 14 et la 
bobine 16 ayant forme leur propre logement dans la 
structure 56 par ecrasement ou par compression, un apport 

25 d'energie servant a fondre au moins partiellement la 
structure 56 est pr6vu. ParallMement a cet apport 
d'energie, une pression est appliquee sur la structure 56 
de telle manifere que cette dernifere forme, apr&s fusion, 
une masse dans laquelle sont noyes 1' element eiectronique 

30 14 et la bobine 16. 

Ce deuxifeme cas est particuli&rement avantageux 6tant 
donne que 1 1 apport d'6nergie servant a fondre au moins 
partiellement la structure 56 est apporte seulement une 
fois que la couche exterieure 18 est maintenue, a 1'aide 

35 de la pression appliquee sur cette dernifcre, en appui 
centre la structure 56. De ce fait, le procede, selon 
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cette variante pr£f£r£e du deuxieme mode de mise en 
oeuvre, garantit, comme dans le premier mode de mise en 
oeuvre decrit ci-avant, que la couche exterieure 18 ne se 
r6tracte pas ou ne se deforme pas sous l'effet de la 
5 chaleur apport£e. 

Une fois la masse formee par le materiau fusible de 
la structure 56 solidifiee, il r^sulte une carte telle que 
decrite a la figure 5, a la figure 6 ou a la figure 7 
suivant que la couche exterieure 44 a et6 pr6vue ou non et 
10 suivant les materiaux choisis pour la couche exterieure 
18, la structure 56 et la couche exterieure 44, le cas 
6ch6ant . 

En se r^ferant ci-apres a la figure 4 et a la figure 
5 d6ja decrite, on d6crira une autre variante du deuxieme 

15 mode de mise en oeuvre du procecle selon 1' invention. 

Selon cette variante, il est prevu d'apporter une 
structure 60 form€e de maniere similaire a la structure 56 
representee a la figure 3, raais comportant une premiere 
partie 62 et une seconde partie 64. 

20 La premiere partie 62 est premierement apportee sur 

la surface de travail 2, puis 1' Element eiectronique 14 et 
la bobine 16 sont apportes sur cette premiere partie 62. 
Ensuite, la seconde partie 64 de la structure 60 est 
apportee sur 1' element eiectronique 14 et la bobine 16. 

25 A I'aide d'une presse, une pression est appliquee sur 

la seconde partie 64 de la structure 60 de telle maniere 
que 1' ei6ment eiectronique 14 et la bobine 16 penfetrent 
dans la structure 60, la premiere partie 62 et la seconde 
partie 64 de cette structure 60 etant alors amenee en 

30 appui l # une contre 1' autre. 

La presente variante du deuxieme mode de mise en 
oeuvre garantit que la masse, resultant de la fusion de la 
structure 60, englobe entierement l 1 element eiectronique 
14 et la bobine 16 et forme une masse compacte. Apres une 

35 etape de solidification, il resulte de cette variante une 
carte 30 telle que representee a la figure 5. 
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On dtcrira ci-apr£s un troisifeme mode de mise en 
oeuvre du proc6d£ selon 1 ' invention en se rtf 6rant k la 
figure 8. 

Selon ce troisifeme mode de mise en oeuvre du proc6d6 
5 selon 1' invention, il est pr6vu d'apporter sur la surface 
de travail 2 une premifere couche solide 68 et une seconde 
couche solide 70. Un 616ment 61ectronique 14 et une bobine 
16 sont 6galement apportts et disposes entre la premifere 
couche solide 68 et la seconde couche solide 70. 

10 Les deux couches solides sont constitutes par un 

mattriau compressible thermo-durcissable. A titre 
d'exemple, ce mat6riau est du caoutchouc. 

A l'aide d'une presse (sch6matis6e par deux fldches), 
une pression est exercte sur les couches 68 et 70 de telle 

15 manifere que l'616ment 61ectronique 14 et la bobine 16 
p£nfctrent dans ces couches 68 et 70, ces derni&res venant 
en appui l'une contre 1* autre. 

Ensuite, un apport d'6nergie sous forme de chaleur 
est apportt aux deux couches 68 et 70 et ces derniferes se 

20 durcissent. Afin d' assurer une bonne adherence de la 
premiere couche 68 avec la seconde couche 70, le mat6riau 
thermo-durcissable et la quantity d^nergie apportte sont 
choisis de telle manifere que, sous l'effet de 1' apport 
d*£nergie et de 1 'application d'une pression, les faces 

25 internes respectives 72 et 74 des deux couches 68 et 70 
adherent solidement 1'une k l 1 autre. 

Aprfes ref roidissement , il rtsulte une carte compacte 
dans laguelle sont englobts l f fitment £lectronique 14 et 
la bobine 16. 

30 Dans une variante de ce troisifeme mode de mise en 

oeuvre, il est 6galement possible de pr&voir l'apport 
d'une ou deux couche (s) ext6rieure(s) , tout coirane dans le 
deuxifeme mode de mise 6n oeuvre du proc6d£ selon 
1 • invention . 

35 Finalement, on remarquera que chacun des modes de 

mise en oeuvre dtcrits ci-avant est particuli&rement bien 
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adapts pour fabriquer siniultan&nent sur la m§me surface de 
travail plusieurs cartes. 

Pour ce faire, il est pr£vu d'apporter les structures 
mentionn£es et les couches ext6rieures mentionn6es sous 
5 forme de feuille ou de plaque dont les dimensions 
correspondent, en projection sur la surface de travail, k 
celle de plusieurs cartes disposes l'une k c6t£ de 
1 ' autre . 

Dans cette fabrication simultan6e de plusieurs 
10 cartes , il est pr6vu une 6tape finale de d£coupe de chaque 
carte, le contour de d€coupe de chaque carte 6tant 
effectu£ de manidre que celui-ci n'intercepte jamais une 
. zone de positionnement ou une zone interne dans laquelle 
se trouve les divers 616raents pr£vus et notamment une 
15 bobine. 
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REVENPICftTIONS 

1. ProcEdE de fabrication d'une carte, caractErisE 
en ce qu'il comporte un premier groupe d' Etapes comportant 
les Etapes suivantes : 

B) apport, sur une surface de travail (2), d*au 
5 mo ins un element Electronique (14); 

C) apport, sur ladite surface de travail (2), d'une 
structure (10; 46; 56? 60) poreuse ou comprenant un relief 
dont les creux sont communicants, cette structure Etant 
constitute d'un mater iau fusible et definissant une zone 

10 de positionnement (12;13), et placement de cette structure 
de maniere que ledit element Electronique est situE h 
1'intErieur de ladite zone de positionnement; 
ce premier groupe d 1 etapes etant suivi d'un deuxieme 
groupe d' etapes comportant les etapes suivantes : 

15 F) apport d'Energie servant £ fondre au moins 

partiellement ladite structure (10;46;56;60) ; 

G) application d'une pression sur ladite structure 
en direction, de ladite surface de travail (2) de telle 
maniere que ledit materiau fusible constituant ladite 

20 structure forme une masse (32; 42; 38) dans laquelle est 
noye ledit element Electronique; 

ce deuxieme groupe d' Etapes etant suivi par une etape de 
solidification de ladite masse, 

2. Procede de fabrication d'une carte, caractErisE 
25 en ce qu'il comporte un premier groupe d 1 etapes comportant 

les etapes suivantes : 

B) apport, sur une surface de travail (2), d'au 
moins un element Electronique (14) ; 

C) apport, sur ladite surface de travail (2) d'une 
30 structure (56;60), compressible et • constitute d'un 

materiau fusible, de maniere que ledit Element 
Electronique est superpose & cette structure et est situe 
& proximitE de cette derniere; 
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ce premier groupe d'6tapes 6tant suivi par un deuxifeme 
groupe d'£tapes comportant les Stapes suivantes : 

E) application d'une pression sur ledit 616ment 
£lectronique (14) de manifcre que ce dernier p6n£tre au 

5 moins partiellement dans ladite structure (56; 60); 

F) apport d'£nergie servant k fondre au moins 
partiellement ladite structure (56; 60); 

G) application d'une pression sur ladite structure 
en direction de ladite surface de travail de telle manifcre 

10 que ledit mat£riau fusible de ladite structure forme une 
masse (32; 42; 38) dans laquelle est noy£ ledit 616ment 
£lectronique; 

ce deuxifeme groupe d* Stapes 6tant suivi par une £tape de 

solidification de ladite masse. 
15 3. Proc£d6 selon la revendication 1 ou 2, 

caract6ris6 en ce que ledit premier groupe d* Stapes 

comporte Sgalement l'£tape suivante : 

A) apport, sur ladite surface de travail (2) , d'une 

couche ext£rieure (8; 44) et placement de cette couche 
20 ext^rieure de mani&re que ledit 616ment 61ectronique (14) 

et ladite structure (10; 46; 56; 60) sont situ6s sur cette 

couche ext^rieure. 

4. Proc6d£ selon la revendication 1 ou 2 r 
caract6ris£ en ce tjue ledit premier groupe d 1 Stapes 

25 comporte 6galement l'^tape suivante : 

D) apport d'une couche ext£rieure (18) et placement 
de cette couche ext^rieure sur ledit 616ment 61ectronique 
(14) et sur ladite structure (10;46; 56;60) • 

5. Proc6d£ selon la revendication 3 ou 4, 
30 caract£ris§ en ce que lesdites 6tapes F et G servent 

6galement k lier solidement ladite couche ext^rieure 
(8;18;44) & ladite masse (38;42) une fois cette derni&re 
solidifi^e. 

6. Proc6d£ selon la revendication 3 ou 4, 
35 caract6ris£ en ce que ladite structure (10) forme avec 

ladite couche ext6rieure (8) une seule et m§me pifcce (6) . 
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7. Proctdt selon la revendication 1, caracttrist en 
ce que ladite zone de positionnement est dtfinie par une 
ouverture principale (48) prtvue dans ladite structure 
(46). 

5 8. Proctdt selon la revendication 2, caracttrist en 

ce que ladite structure (60) comporte une premi&re partie 
(62) et une seconde partie (64), ledit tltment 
tlectronique (14) ttant plac6 entre ces premifere et 
deuxi&ne parties. 

10 9. Proc6d6 selon la revendication 1, caract6ris6 en 

ce que ladite surface de travail (2) est plane et en ce 
que ladite structure (10), une fois apportte, prtsente, 
dans un plan (26) sensiblement parallfele k ladite surface 
de travail (2), un relief dont les points extremes (22) 

15 dtfinissent sensiblement un plan (24) parallfele k ladite 
surface de travail (2). 

10. Proctdt selon la revendication 9, caracttrist en 
ce que ledit relief est compost par un ensemble de 
pyr amides (20) . 

20 11. Proctdt selon la revendication 1 ou 2, 

caract6ris6 en ce que ladite structure (46; 56; 60) est 
formte par un mattriau expanse. 

12. Proctdt selon la revendication 1 ou 2, 
caracttrist en ce que ladite structure (10; 46; 56; 60) est 

25 constitute par une rtsine. 

13. Proctdt selon la revendication 1 ou 2, 
caract6ris6 en ce que ladite structure (10; 46; 56; 60) est 
constitute par un mattriau plastique. 

14. Proc6d6 selon la revendication 1 ou 2, 
30 caracttrist en ce qu'une bobine (16), relite directement 

avec ledit 616ment 61ectronique (14), est 6galement 
apportte avec ce dernier. 

15. Proc6d6 de fabrication d'une carte, caract6ris<§ 
en ce qu'il comporte un premier groupe d'ttapes comportant 

35 les 6tapes suivantes : 
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B) apport, sur une surface de travail, d'au moins un 
616ment £lectronique (14); 

C) apport, sur ladite surface de travail, de deux 
couches solides (68,70), constitutes chacune d'un mat&riau 

5 compressible et thermo-durcissable, de manifere que ledit 
616ment 61ectronique (14) est situ6 entre ces deux couches 
solides; 

ce premier groupe d'6tapes 6tant suivi par un deuxi&me 

groupe d' Stapes comportant les 6tapes suivantes : 
10 E) application d'une pression sur ledit 616ment 

61ectronique (14) de raanifere que ce dernier p£nfetre dans 

les deux couches solides (68,70); 

H) apport d'6nergie servant ci durcir ledit mattriau 

compressible et thermo-durcissable de chaque couche solide 
15 (68,70) de manifere h former une masse solide contenant 

ledit 616ment 61ectronique. 

16. Proc6d6 selon la revendication 15, caract6ris6 en 

ce que ledit mattriau compressible et thermo-durcissable 

est du caoutchouc. 
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